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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PIEZOELECTRIC DEVICES -
Preparation of outline drawings of surface-mounted

devices (SMD) for frequency control and selection —
General rules

FOREWORD

1) The Intgrnational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization fo comprising
all natignal electrotechnical committees (IEC National Commlttees) The object o ternational
co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and el dandin
additior] to other activities, IEC publishes International Standards, Technica Reports,
Publicly Available SpeC|f|cat|ons (PAS) and Guides (hereafter referr s)”). Their
prepardtion is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interestedyin th t dealt with
may pafticipate in this preparatory work. International, governmental ibns liaising
with thg IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely w hization for
Standafdization (ISO) in accordance with conditions determined. by hizations.

2) The forpnal decisions or agreements of IEC on technical mat international
consengus of opinion on the relevant subjects since eac ion from all
interested IEC National Committees

3) IEC Puplications have the form of recomn C National
Commiftees in that sense. While all reasoha < ent of IEC
Publicafions is accurate, IEC cannot be held respo or for any
misintefpretation by any end user.

4) In ordef to promote international uniformit ublications
transpafently to the maximum extent p035|bl Ce between
any IEQ Publication and th in the latter.

5) IEC its¢lf does not pro .JIndependent certification bodies provide| conformity
assess marks of conformity. IEC is not responsiple for any
service

6) All users should st edition of this publication

7) No liablfli employees, servants or agents including individual g¢xperts and
membe National Committees for any personal injury, property|damage or
other d4 éther direct or indirect, or for costs (including legal fees) anfd expenses
arising iance upon, this IEC Publication or any other IEC Publicat{ons.

8) Attentid ative>references cited in this publication. Use of the referenced pullications is
indispe ¢ation of this publication

9) Attenté ility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent
rights. | held responsible for identifying any or all such patent rights

Internatid IEC 61240 has been prepared by IEC technical commijttee 49:

Piezoelegtric’ dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequeng¢y control,

selection and detection.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1994. It constitutes a

technical

revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous

edition:

— outline drawings have been changed from three views (top, front and bottom) to that based
on ISO layout in the third-angle projection, in which the view from the right has been added

to the

top, front and bottom views;

— reference line and geometrical dimensions of the package for enclosures have been
changed for practical use;

— information on miniaturized leadless ceramic enclosures of piezoelectric devices (SMD) for
frequency control and selection has been included in an annex.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS

Report on voting

49/995/F

DIS 49/1000/RVD

61240 © IEC:2012

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the

stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch’ in the

the speciffic publication. At this date, the publication will be

* reconffirmed,

« withd
* repla
+ amen

rawn,
ted by a revised edition, or
ded.

L

@%

elated to
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INTRODUCTION

The enclosures of quartz crystal resonators and oscillators are unified in this second edition of
IEC 61240 “Preparation of outline drawings of surface-mounted devices (SMD) for frequency
control and selection — General rules”.

Regarding the current situation of many quartz crystal device suppliers, many suppliers use their
own enclosure layouts in their catalogues. For the convenience of consumers, general rules of
enclosure layout and definition of size need to be unified.

In the previous edition of IEC 61240, layout rules of outline drawings of SMD devices were
based on IEC 60191-6 and applied to semi-conductive devices. However,there are several
specific rules Tor quariz devices. Tn this edition, the general rules for oufline drawing of SMD
enclosures for quartz crystal devices are included, taking account of t ?;Vht\ules (1ISO
1101, ISP 5456-2, and ISO 128-30).

The new]y proposed general rules of outline drawings for t 1 mounted
devices dre shown in sheets included as examples. The diffe i ersion of
outline drawings is that one set of drawings consists of Qur Vi vhi : iew from
above, the front view, the view from the right, and the i -

Furthermlore, the definition of the drawings has bee NFirst i losure is
specifical|ly defined. Secondly, the reference ling i vn in the
sheets. Tlhirdly, geometrical dimensiofs of\the i ifi ompared
to the prgvious edition. These correctio & i nexes’ A and B of this standard.

Detailed |information concerning the \ne i € i [ i in |a future

@Q&@
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PIEZOELECTRIC DEVICES -

Preparation of outline drawings of surface-mounted
devices (SMD) for frequency control and selection —
General rules

1 Scope

IEC:2012

This Inte
characte
as SMD)

for frequency control and selection.

2 Normative references

The folloing documents, in whole or in part, are normativelyrefe

are indis on cited ap
undated including any ame
applies.

IEC 60191-6:2009 Mechanical standardiz j Juetor devices — Part 6:
rules for ace mounted semiconductd
packageg

ISO 110[1:2004, Geometrical R ifications (GPS) — Geometrical toler,
Tolerancgs of form, orie 1 atio

ISO 548§
represen

ISO 1284
conventiq

3 Clagsifi

The SMO
structure

fations

istics of a surface-mounted piezoelectric device package (ref
in order to ensure mechanical inter-changeability of all outlif

d inthis docu

Projection methods - Part 2: Orth

6-2:19@@

devices are classified into three types of packages dependir

pmetrical
standard

g SMDs

ment and
plies. For
hdments)

General
r device

bncing —
ographic

B0: Basic

g on the

aofithe terminal leads

a) Leaded type: the folded ends of the terminal leads are turned away from the body.

NOTE 1 The package of the pin lead type is compatible with the socket. This is defined in the description of the

leaded type

b) Folded-leads type: the folded ends of the terminal lead are turned towards the body.

NOTE 2 The supporter with a board is defined in the description of this Folded lead type.

c) Leadless type: terminal pads only are present on the body instead of terminal leads.

A proper combination of these options should be selected.
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4 Title of the outline drawing

The title of the outline drawing shall imply the main package material (e.g. metal, plastic, glass,
ceramic), the sealing procedure, number of terminals and the type of SMD, as shown in
Examples 1, 2 and 31.

5 Composition of the outline drawing

5.1 Elements of outline drawings

The outline drawing of an SMD shall be composed of five elements which are drawings from
four views in the third-angle projection. table of detailed dimensions, /actual size sketch,
drawing o¢f terminal land areas and terminal lead details. These sampl € [shown in
Example$ 1, 2 and 3.

5.2 Oytline drawing

The outlipe drawing with dimensional symbols shall be executed in he hird rojection.
Basically} one set of outline drawings consists of the view ¢ i the view
from the fight, and the view from below. In square type enclosu - indriCal type ¢nclosure,
the view from the right can be omitted.

5.3 Table of detailed dimensions

The dim¢g is shown

in the tab

5.4 Ac

The actual size sketch. mes 3 ) view from above with the real sjze outer
dimensio

5.5 Dr

The drawi a ich is defined in Clause 7 shall be adaptg¢d to the
connectir i inted circuit boards, alumina substrates, etc.

56 T

The term

1 Examples 1, 2 and 3 refer to the sheets provided after Clause 10 of this standard.


https://iecnorm.com/api/?name=6936bce1d16f298f0772760a18accdaa

-8- 61240 © IEC:2012

Side wiew

Feference plane

/

® Frojected zone

Bottom wiew

i oy p= termigsl
e [hatcked

—

Bottom view

Lp = fp=terminal projection
zone (hatched)

Key for Figure 1 and examples 1 to 3

®

|:":| means the true geometrical position

projected tolerance zone (zee S0 1101,
Clause 11)

reference plane distance

IEC  1537/12

Figure 1 — lllustration of terminal projection zone
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6 Requirements for terminal leads

6.1 The dimensions of terminal lead spacing shall be shown by the centre position of the
terminal leads and its basic value e is 2,54 x n mm (n is an integer) and 1,27 x n mm for
package dimensions smaller than 6 mm.

6.2 In the view from above of SMD, the lower lead from the left end shall be designated as
terminal lead number 1. The subsequent lead numbers shall be designated as 2 to n, with the
terminals following counter-clockwise.

6.3 Terminal lead number 1 shall be indicated by a corner notch or by a dotted expression on
the top side. If there is a requirement to indicate terminal number 1 on bottem side, the land

area of términal number T can be designed In different size from others.

yan 4 y

S

6.4

nearest goint of each terminal shall not exceed y mm.

7 Reqlirements for the terminal land area2

7.1 The

The dim¢g
the contd

7.2 The
be added
circuit bo

means in this drawing that the distance fro

s€ating p

L

i
L

% to the

nds.

al line of

nich shall
A printed

=5

Figure 2 — Example of a terminal land area

8 Connections of terminal leads

IEC

1538/12

The functions of the connections of terminal leads should not be defined on the outline drawing,
but if necessary they may be indicated as shown in Annex B.

2 3ee Figure 2.
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9 Descriptive notes

Descriptive notes may be used at the bottom of, or adjacent to the outline drawing if necessary.

10 References

The references to IEC 60191-6, ISO 1101, ISO 5456-2, and ISO 128-30 shall be given.

@%
55
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Outline drawing

Dimensions (mm)

Ref. Notes
Example 1 Min. Nom. Max.
A - - X
B - - X
G - - X
G1 - - X
K1 X - X
Actual size K2 X _ X
- # - F X — X (
LB X - X /{
Hooo 0 P N P
—i— —|— et - X -

{

E\ X[ gt

L Terminal land areas

|77}

IEC  1539/12

Glass or ceramic, solder-glass sealed four-leaded SMD | Scale _
outline, type- (example 1) 3:1

Sheet - number
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Outline drawing

Example 2 Dimensions (mm)
Ref. Min. Nom. Max. Notes
A - - X
G - - X
G1 - - X
Actual size
K1 X - X
K2 X - X
F X - X
L X - X
4 3 ;
] e = X = (
H Y L A\
el - X -
b2 - - ><
B
12 - - X \
Py y - N X \
- | I o ¥ —‘
1 2 %)
A

r _ |

‘ g

o @ DJG: A‘::‘ be

Fee example

4
/%Az
©)

H

ia

1l WE s

Example 2a

IEC  1540/12

Glass or ceramic, solder-glass sealed four-folded Scale
lead SMD outline, type- (example 2) 3:1

i

Sheet - number
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Outline drawing
Example 3
Dimensions (mm)
Ref. Min. Nom. Max. Notes
A - - X
B - - X
0 - - X
Actual size e - - X
K1 X - X
Lg X - X
5 7 6 e - X - &
L fv T 7 T2 R R N
e2 - X -
h =)
o] b2 - { \\
i . 12 - AR AN
NN
AB=15:1 6
L P 1
) o
3 . f
L N E_
]

Ses
__%H
sl

R

o
g8
%ﬁq

Terminal land area

IEC  1541/12

Glass or ceramic, solder-glass sealed 10 leadless SMD
outline, type- (example 3)

Scale

Sheet - number
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Annex A
(informative)

Miniaturized leadless ceramic enclosures of piezoelectric
devices (SMD) for frequency control and selection

A1 Precise drawing

61240 © IEC:2012

For miniaturized packages, a precise drawing is virtually meaningless. For this reason, the

following measures are taken.

a) Basidally, a detailed structure is decided by mutual agreement betwéen't
This gtandard shows a simplified general drawing. Examples of/sts

b) As fof the drawing of outer dimensions, basically, the viewrom
view from the right, and the view from below should be descri
middle1, middle2 and bottom part in the same scale. Alph i
for the symbols of dimensions in the drawing.

c¢) Draw|ngs of the same size should be describe

should be decided based on the following criteria
Table@i le of dra

10 mm = < Nominal

Nominal value of A /A Scale

d) Basig
sides

e) As fo iew from above, the corner of the cap should be at
angle a notch on the corner of the main body. The distance bet
cap gnd i e notch should be 1,5 mm on the actual drawing, regad

the s

in \ezrizontal orientation. As for square prod

rmjnals should be described in the horizontal or

And user.

>of outer

view, the
ne upper,
| be used

he scale

ucts, the
entation.

the right
ween the
rdless of

r et
¢ 1,5 mm ! .
P i [}
[ ¥ - 1]
] 1
1 [
*, 1,5 mm .
N .
b -
. -

- -

IEC 1542/12

Figure A.1 — Upper part of the view from above
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f) The thickness of the cap in the front view on the actual drawing should be 1,0 mm regardless
of the scale. The height of the shaded part of the side electrode should be 1/3 G. (Figure A.2)

g) As for enclosures with a board, the dimension of the board on the actu

173G

/

1,0 mm

FY

G

IEC 1543/12

Figure A.2 — Front view (without a board)

a}dgwing should be

2,0

h) In theg
“_H Sl"
millim

<Ll £ 4l l LI A2\
T, TTCYdAIruiCoo UT UTT oLdlIT. (1T Tyurc MA.J)

-

ould not be filled in. Dimensi
etres. (Table A.2)

N
\}re\nsion (7‘}4)

Notes

mns with
uld be in

Ret: [\ Min.\ Nom. Max

B | AN X
NN A
&N - X
X\ - X
IS AN T -
61\ — X —

i) Suffix should be consecutive numbers starting from 1. Suffix should not be attached to the

symbols consisting of only one character except “e”.

j) Values in the “nominal” column of A, B should be the nominal dimension of the enclosure.
Values should be rounded off to the first decimal place, and putin (). The maximum column
of A and B should be filled in as follows. (Table A.3)
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Table A.3 — Guideline for column “Max.” of Table A.2 for A, B

Nominal value of A Maximum value of A, B
4 mm < Nominal Nominal Value + 0,10
4 mm = < Nominal < 7 mm Nominal Value + 0,20
Nominal = <7 mm Nominal Value + 0,30

k) As for the dimension of G, only the standard minimum dimension should be filled in. A
change of the maximum value may be necessary for oscillators etc. due to structural
reasons.

) Asfo
the d
be m

presents
e should

}Iated by

(e, ey, ey,

As fo
doul

NOTE Th
++)is equa

m) The d
termi

n) The 3
as in

re of one

he sheet

o) Insq
p) Incyl

a) The g
one t

centre of
standard value “e” should be multiples of 2,54 mm. If the length

of on ould be multiples of 1,27 mm.

b) Asfo en the SMD is looked down on from above, the terminal at the
bott% red as No.1. The other terminals are numbered in ordgr counter
clockwi

c) Thet i .Nshould be identified by the dot mark on the surface, or the notgh on the

termi . cases, the length of other terminals is changed for identification.
d ySm i f f

llimetres.

A.3 Naming rule for new type of enclosures

The designation of SMD defined in miniaturized leadless ceramic enclosures is as follows.

a) The dimension of the longer side should be indicated first, followed by the dimension of the
shorter side.

b) When the dimension of the longer side and the shorter side has two digits and one digit
respectively: the dimension of the longer side is rounded off to the first integral place to
obtain a two digits integer. The dimension of the shorter side is rounded off to the first
integral place to obtain a single digit integer, and secondly, 0 is put before the number.

c) When the dimension of both the longer side and the shorter side has one digit: The
dimension of both the longer side and the shorter side is rounded off to the first decimal
place, and expressed with one integral number and one decimal number.
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Table A.4 shows the correspondence between the new and old enclosures.

Table A.4 — Examples of correspondence between new and old enclosures

Old enclosure

New enclosure

DCC-6/01 DCC-6/3838
DCC-4/01 DCC-4/1206
QCC-18/01 QCC-18/1809

If an exp
stated as
possible.

2

G

hould be
s, where
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Annex B
(informative)

Example of terminal connections for surface-mounted
piezoelectric devices (SMD) for frequency control and selection

As shown in Table B.1 below, the connection of terminals should be shown in a table attached to
the drawing of outer dimensions. Basically, this should be decided by mutual agreement
between the maker and user. The arrangement and the number of terminals can be defined in
individual standards.

for various types of piezoelectric deV|c

Type of No. Crystal unit Crystal filter Crysw\o\ \g Vice
SMD

1 || a9sMmo1 1 Terminal 1 Ground /Grouna O Grour
2 NC Ground \K\EppM Groun
3 Terminal 2 Termina(1 O\t‘pu\ > Terminal 1
4

NC Ter nal\2~ (\ \> Terminal 2

=
&

Table B.1 — Examples of terminal connection x

o

o



https://iecnorm.com/api/?name=6936bce1d16f298f0772760a18accdaa



https://iecnorm.com/api/?name=6936bce1d16f298f0772760a18accdaa

-20 - 61240 © CEI:2012

SOMMAIRE
AVANT-PROP O S ..ottt et e et e et e e anns 21
INTRODUGCTION ..ot e e e et e e et e e et e et e et e e e e e e e e e et e e s e e e eeenns 23
1 Domaine d'application ... e 24
2 REFEreNCES NOMMIATIVES . .uiiii ettt e e e e e e 24
3 Classification des dispositifs a montage en surface ............ccooiiiiiiiiiii i 24
4  Titre du dessin d'encombrement ... T 25
5 Composition du dessin d'encombrement.............ccoooiiiiiiiiii AL \ ......... 25
5.1 |Eléments des dessins d'encombrement ...............cooeeeei A e otbe e N 25
5.2 | Dessin d’encombrement ..... ... N e K N > ...... 25
5.3 | Tableau des dimensions détaillées .............ooovin o o N OWENL N 25
5.4 | Esquisse tailleréelle ..o N N e e N e
5.5 | Gabarit des zones de contact des sorties
5.6 | Détails des sorties......covuvveieiiiiiinie e N SN NG
6 Exigéences pourles sorties......coooovvveiiieniinneben o e O N
7 ExigInces pour la zone de contact d
8 Conrlexions des sorties ...............hc. 0
9 Notep descriptives ..o LD
10 Réféf
Annexe A
dispositif
Annexe H des bornes pour dispositifs a montage
en surfag fréquence .......cooeviiiiiiiiii 36
Figure 1 [ > ofection d'une sortie........coooeiiiiiiiiiii 26
Figure 2 I Exemple d'une(zone de-eonhtact des sorties........c.cooveviiiiiiiiiiinicii e 27
Figure A1 —Partie~superieure de la vue de desSSUS ........coevvviiiiiiiiiiiiiieieneieeeeeee e 32
Figure AJ2 —\ue dédface (Sans carte)........cooveiiiiiiiiiiiiiiii e b 33
Figure AJ3 =V ueMde face{avec carte) ........cooeeiiiiiiiiiiiie e b 33
Tableau A—Echele-des-dossiRt——rrrrrreerrrereeeereeeeeeeeeeee 32
Tableau A.2 — Lignes directrices du tableau de dimensions ..., 33
Tableau A.3 — Lignes directrices pour la colonne "Max." du Tableau A.2 pour A, B............... 34
Tableau A.4 — Exemples de correspondance entre I'enveloppe neuve et I'enveloppe
= T Lo =T 0¥ o =S PPN 35

Tableau B.1 — Exemples de connexion des bornes pour divers types de dispositifs
[T =YL o X< 1= o] € T U 1= R 36


https://iecnorm.com/api/?name=6936bce1d16f298f0772760a18accdaa

61240 © CEI:2012 -21-

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS PIEZOELECTRIQUES -

Préparation des dessins d'encombrement des dispositifs a montage

en surface pour la commande et le choix de la fréquence —
Régles générales

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mondial composée
de I'engemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de |a ur objet de
favorisdr la coopération internationale pour toutes les questions de norma i ines de
I"électrigité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — ales, des
Spécifigations techniques, des Rapports techniques, des Spécification N\S) et des
Guides|(ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur elaboratlon e t confiée \a de ité btudes, aux
travaux| desquels tout Comité national intéressé par le sujet ticipe panisations
internafjonales, gouvernementales et non gouvernementales, en lia ement aux
travaux| La CEI collabore étroitement avec I'Organisation Inte i ,| selon des
conditigns fixées par accord entre les deux organisations.

Les dédisions ou accords officiels de la CEIl concernant les g est|n techfig mesure du
possibl¢, un accord international sur les SUJets etudl de la CEI
intéresgés sont représentés dans chaque co

Les Publications de la CEl se présentent 5ous nt agréées
commeltelles par les Comités nationaux de |a que la CEI
s'assur¢ de I'exactitude du contenu technique onsable de
I"éventdelle mauvaise utilisation ou |nterpreat|on qui en

Dans I but d'encourager I'uni gns toute la
mesure|possible, a applique nationales
et régignales. Toutes diverg ionales ou
régionales corresponda

La CEl|elle-mém épendants
fournisgent des arques de
confornjité de la G ertification
indéperjdants

Tous lep idation.
Aucune] pndataires,
y compfi les membres de ses comités d' etudes et des Comltes nationauy de la CEl,
pour to ¢ dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage Pde quelque
nature cte, ou pour supporter les colts (y compris les frais de justice) et lep dépenses
décou ion ounde l'utilisation de cette Publication de la CEl ou de toute autre Publicatioph de la CEl,
ou au cfédh

L'attent irée syr les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de gublications
référengé ire pour une application correcte de la présente publication
L’attenttorrestattiréestrte-fait ftrecertainsdesétémentsdetaprésentePubticationdeta cHt petventfaire I’Objet

de droits de brevet. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de

brevets

et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 61240 a été établie par le comité d'études 49 de la CEIl: Dispositifs
piézoélectriques, diélectriques et électrostatiques et matériaux associés pour la détection, le
choix et la commande de la fréquence.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition parue en 1994. Elle constitue une
révision technique.

La présente édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente:

les dessins d’encombrement en trois vues, (de dessus, de face et de dessous) ont été
changés pour celles basées sur la mise en page ISO et une projection du troisiéme diédre,
dans lesquelles la vue de droite est ajoutée aux vues de dessus, de face et de dessous;
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— la ligne de référence et les dimensions géométriques du boitier pour enveloppes ont été

changées pour une utilisation pratique;

— les informations sur les enveloppes céramiques sans plomb des dispositifs piézoélectriques
(CMS) pour la commande et le choix de la fréquence ont été incluses dans une annexe.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

49/995/FDIS 49/1000/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a 'approbation de cette norme

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie

Le comit¢ a décidé que le contenu de cette publication ne sera
stabilité [ndiquée sur le site web de la CEIl sous "http://w !
relatives ja la publication recherchée. A cette date, la publigation s

* reconduite,
* supprimée,
* rempllacée par une édition révisée, qu

&&%

date de
données
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INTRODUCTION

Les enveloppes des résonateurs et oscillateurs a Quartz sont unifiés dans la présente seconde
edition de la CEIl 61240 “Préparation des dessins d'encombrement des dispositifs 8 montage en
surface pour la commande et le choix de la fréquence — Régles générales”.

S'agissant de la situation actuelle de nombreux fournisseurs de dispositifs a quartz, bon nombre
de ces fournisseurs utilisent leurs propres schémas d'enveloppes dans leurs catalogues. Par
souci de commodité pour les consommateurs, les régles générales des schémas d'enveloppes
et la détermination des tailles nécessitent d'étre uniformisées.

Dans I'édition précédente de la CEI 61240, les régles de présentation des dessins

d'encomlrement des disposilifs CMS (Composant Monté en Surface) ndés sur la
CEI 60191-6, et elles étaient établies pour les dispositifs a semiconductéurs. iy, il existe
plusieurs|regles spécifiques pour les dispositifs a quartz. Dans la pré i s regles
générale$ pour les dessins d'encombrement des enveloppes CMS p i i quartz
sont inclyses, en prenant en compte les régles de présentation /SO 456-2, et
ISO 128-30).

Les réglgs générales récemment proposées des dessjn pour trois|types de
dispositifs a montage en surface sontillustrées, sous orme d i tant qu'exemples. La
différence par rapport a la version antérieure de d , 8Si ns le fait
qu'un ensemble de dessins est constitug a vue de

face, la vue du coté droit, et la vue d

De plus, Ja définition des dessins sont changées. € , I S iue a été
définie d¢ fagon spécifique. DeUX|eme en 6 : iti afinie comme
indiqué dans les feuilles. T i été plus
simplifiéds par rapport a I* hnexes A
et B de 13 présente norme.

Des information ata dans un
prochain [projet.
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DISPOSITIFS PIEZOELECTRIQUES -
Préparation des dessins d'encombrement des dispositifs a montage

en surface pour la commande et le choix de la fréquence —
Régles générales

1 Domaine d'application

La présgnte Norme nternationate donne €5 Tegies generates pour [desst utes les
caractéristiques dimensionnelles et géométriques de dispositif piézoéfectri boitier a
montage|en surface afin d'assurer et l'interchangeabilité mécani s autres
dessins d'encombrement des dispositifs a montage en surface pour >noix de
la fréquence.

2 Réfdrences normatives

Les docyments suivants sont cités en référence de té ou en
partie, dans le présent document et sont ind; Pour les
référencgs datées, seule I’édition citée/s" : derniére
édition dé document de référence s’applique

CEI 6019 Partie 6:
Regles ggnérales pour la prépara ¢ y ispositifs
a semi-conducteurs pour mon

ISO 1101:2004, Spéci étrique —
Tolérancement dg\/[\tor 7

ISO 5454-2:1996, Dg entations
orthographiques

ISO 128- artie 30:
Conventi

3 Clagsification des dispositifs a montage en surface

Les d|Sp hoitifs pié-/nc'xlnhfriqnne - mnn+9gn en surface (Ql\lln) sont classds on trois types de

boitiers dépendant de la structure des sorties.

a) Type a sorties en L: les extrémités pliées des sorties sont tournées dans la direction
opposée au corps du boitier.

NOTE 1 Le boitier du type a sorties a broches est compatible avec le support. Ceci est défini dans la description du
type a sorties.

b) Type a sorties en J: les extrémités pliées des sorties sont tournées dans la direction du corps
du boitier.

NOTE 2 Le support comportant une carte est défini dans la description de ce type a sorties en J (avec contacts
pliés).

c) Type a sorties par plots: les seuls plots sont présents a la place des sorties.

Il convient de choisir une combinaison appropriée de ces options.
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4 Titre du dessin d'encombrement

Le titre du dessin d'encombrement doit indiquer le matériau principal du boitier (par exemple
métallique, plastique, verre, céramique), le procédé de fermeture, le nombre de sorties et le type
de boitier 8 montage en surface, comme indiqué dans les Exemples 1, 2, et 31.

5 Composition du dessin d'encombrement

5.1 Eléments des dessins d'encombrement

Le dessin d'encombrement d’'un CMS doit étre composé de cing éléments qui sont les dessins
des quatre S jecti isié i€ abléauc i

méthode

. Dans les

5.3 Ta

Les dimepsions doivent étre données e & e |a lettre
x est indigquée dans le tableau.

5.4 Esquisse taille rée

L’esquiss de la vue de dessus avec les dimensions

externes

55 G

Le gabarit des zo 9 bXxion des
sorties s i e

5.6 D¢

Le détail

1).

1 Les Exemples 1, 2 et 3 renvoient aux feuilles figurant aprés I’Article 10 de la présente norme.
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Vue latérale

Plan de référence

@ Zone projetée

Plan de siéges 7 i Lg |

Vue du dessous

Vue du dessous

Lpspp= ZOne de projection
terminal (éclos)

Légende de la figure 1 et exemples 1 a 3
@ zone de tolérance projetée (voir ISO 1101,
clause 11)

_ distance de plan de référence
|:*:| signifie la véritable position géométrique

IEC  1537/12

Figure 1 — lllustration de la zone de projection d'une sortie
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6 Exigences pour les sorties

6.1 Les dimensions de I'espacement entre sorties doivent étre représentées par la position
centrale des sorties et sa valeur principale e est égale a 2,54 x n mm (n est un nombre entier) et

1,27 x n mm pour des dimensions du boitier inférieures a 6 mm.

6.2 Dans la vue de dessus du CMS, la sortie inférieure de I'extrémité gauche doit étre désignée
comme étant la sortie numéro 1. Les sorties subséquentes doivent étre numérotées de 2 a n,

suivant le sens inverse des aiguilles d'une montre.

6.3 La sortie n°1 doit étre indiquée par I'échancrure en angle ou par un marquage sur la face
supérieure. S'il y a une exigence pour indiquer la sortie n°1 sur la face arriérg;ta.zone de contact

de la sor{ie n®1 peut étre représentee a une taille differente des autres.

LAY S

6.4
proche d¢ chaque sortie ne doit pas étre supérieure a y mm.

7.1 La gosition des zones de contact doit étre ad

Les dimegnsions des zones de contact
centrale gles contacts d'un dispositif a mentage e

'kle plus

B la ligne

Line zone

7.2 Lesdimensions des zones de contact des.sarties\doj
maximalg qui doit étre additionnée—a_la\zone.de projection d'une sortie pour les coiposants

destinés p étre montés su

=)

€eta ses'tolérances de positionnement.

A
O
Lo T T
: -7
] Ty
= $ L] (1]
© n-il Lk
—T —
¥ C 11 b [ 1
I
n — F
I O I R I
— ¥
e 2
~— .,

Figure 2 — Exemple d'une zone de contact des sorties

2 Voirla Figure 2.

IEC

1538/12
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8 Connexions des sorties

Il convient de ne pas définir les fonctions des connexions des sorties sur le dessin
d'encombrement, mais si nécessaire, elles peuvent étre spécifiees comme indiqué dans
I'Annexe B.

9 Notes descriptives

Des notes descriptives pouvant étre utilisées, les placer, si nécessaire, sous ou sur les cétés du
dessin d'encombrement.

10 Références

Les références a la CEI 60191-6, a I''SO 1101, a I'lSO 5456-2, et 128-3 o%nt étre

@%
i
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Dessin d'encombrement

Dimensions (mm)

Réf. Notes
Exemple 1 Min. Nom. Max.
A - - X
B - - X
G - - X
G1 - - X
. . K1 X - X
Taille réelle K2 . B X
A

|
¥
-
x
|
x

—Z—

et

|77

Terminal de superficie

e A ) OB

%‘ > Exemple 1a

IEC  1539/12

Boitier en verre ou en céramique a montage en surface, a | -
X \ Echelle _
quatre sorties, scellé par verre de soudure, 3 1
type- (exemple 1) ’

Numeéro - de feuille
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Dessin d'encombrement

Exemple 2
. Dimensions (mm)
Ref. Min. Nom. Max. Notes
A - - X
G - - X
: < G1 - - X
Taille réelle

K1 X - X
K2 X - X
F X - X

4 3 Lg X - X

. .

11 11 e - X = (

s T ~ Y
N
el - X -
b2 - - ><
B
12 - - X \
N

I2

Exemple 2a

IEC  1540/12

Boitier en verre ou en céramique a montage en Echelle
surface, a quatre sorties pliées, scellé par verre de 31 -

soudure, type- (exemple 2)

Numeéro - de feuille
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